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Kypri¢ SUMO TRIO + SDO

TRIO je univerzalny kombinovany kypri¢ pre rézne oblasti pouzitia. Variabilitou svojich

podmietac. Hlbka spracovania diskov je 10 cm, hibka spracovania radlic je 35 cm. Vyraba sa 5
v nesenych i tahanych verziach. Je mozné ho vybavit' aj zariadenim na prisev, alebo Coraz :

popularnejsiu sejbu repky na 50 cm v technoldgii strip-till.

SO SUMO VYSEVNOU PATKOU SDO UMIESTNITE REPKU DO VLHKA

Vysevna patka SDO je jednodiskova vysevna patka, ktora sa instaluje priamo za

utlacovaci valec kyprica TRIO. UZivatel vd'aka tomu ziska, az 5 operacii v jednom

prejazde:
/" 1. Hlboké prekyprenie radlicami
v/ 2. Plytka priprava povrchu
v/ 3. Rozdrvenie hrid tazky valcom
v/ 4. Sejba repky na rozostup 50 cm
~/ 5. Pritlacenie osiva za kazdym diskom.

Repka na 50 cm sa zacne spravat ako krik. Jej tvar sa pocas vegetacie zmeni a z jednej rastliny ziskate o mnoho viac produktivnych vetvi. UZ na jesen

budete pozorovat, ako sa repky roztahuje a pokryva povrch pody.

Vplnm e sa medzery na 50 cm Uplne stratili
Az 5 operacii v jednom prejazde
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